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Entwicklungstrends in der Elektronik- und Leiterplattenindustrie

Ziel dieses Vortrages:

[] Entwicklung des Umsatzes an Leiterplatten und elektronischen
Baugruppen
[] Entwicklung des Umsatzes an HDI-Leiterplatten (starre  Leiterplatten)

[] Treiber fur den steigenden Bedarf an HDI-
Leiterplatten und -Baugruppen

Rudiger Vogt, Alcatel SEL AG, ZS/OEP
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Entwicklungstrends in der Elektronik- und Leiterplattenindustrie

Vorschau fir die mittelfristige Umsatzentwicklung von Leiterplatten (weltweit)
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Entwicklungstrends in der Elektronik- und Leiterplattenindustrie

Weltweiter Ausstoss und Forecast an Leiterplatten in Mio. US$
1999 2000 2001 2005 Share (%)

Nord-Amerika 9.805 10.630 8.950 12.525 23,53
Sud-Amerika 216 230 240 295 0,55
IWestEuropa |  5115]  5354]  5100] 6200  1164] |
Japan 11.916 12.190 12.120 13.750 25,82

Taiwan 3.740 4.600 4.970 6.710 126 | £

China 2.895 3.635 4.030 7.350 138 & =
Sud-Korea 1.726 2.053 2.125 2.890 543 | = S
Rest Asien 2.451 2.439 2.125 2.750 517 | 2 3
Rest der Welt 643 675 660 780 1,46 Z
Welt, gesamt 38.507 41.806 41.305 53.250 100% g

=
©

Asien/Pazifik 59,00% 59,60% 61,60% 62,80% E
Share (%) o
West-Europa 13,30% 12,80% 12,35% 11,64% e
Rest Asien: Thailand, Singapore, Malaysia, Philippinen, Indien, Indonesien Neu Seeland, Vietnam etc. 8
Japan produzierte im Jahr 2000 Leiterplatten mit pVia-Technologie in Hohe von ca. 3.500 Mio. US$

(In West-Europa werden in 2001 fir ca. 500 Mio. US$ Leiterplatten mit pVia-Technologie produziert)

Die Leiterplattentechnologie ist weiter auf dem Vormarsch, weltweit und vor allem auch in Deutschland
und Europa! Dies bestatigen weltweit anerkannte Erhebungen aus Japan, Nakahara-Studie, und den USA
—wie beispielsweise die neuesten PRISMARK-Erhebungen. Dabei liegen die gro3ten Wachstumsraten in
den Regionen: Japan, Nord-Amerika, China, Taiwan und West-Europa.

Rudiger Vogt, Alcatel SEL AG, ZS/OEP 4
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Entwicklungstrends in der Elektronik- und Leiterplattenindustrie
2000 PCB PRODUCTION WORLD
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Dieses Bild zeigt den Anteil des HDI (uVia)- é’:;

Leiterplatten-Umsatzes am weltweiten N

Gesamtleiterplattenumsatz PRISMARK

Rudiger Vogt, Alcatel SEL AG, ZS/OEP 5



i“! L{ l DV S'GMM-Tagung Elektroni sche Baugruppen —Aufbau- und Fertigungstechnik- 06./07.02.2002 lﬂTP

Entwicklungstrends in der Elektronik- und Leiterplattenindustrie

Umsatz an HDI-Leiterplatten 2000 in Mio. US $
(HDI PCB total world = 2.074 Mio US $;
PCB total world = 40.920 Mio. US $)
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Dieses Bild zeigt riickwirkend fur das Jahr 2000 die Anteile des HDI (uVia)-Leiterplattenumsatzes
aufgeteilt nach weltweiten Regionen

Rudiger Vogt, Alcatel SEL AG, ZS/OEP 6
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Entwicklungstrends in der Elektronik- und Leiterplattenindustrie

Mittelfristige Umsatzprognose fir elektronische Baugruppen im

europaischen Raum

US$ millions [2000 2001 2002 2003 2004 2005

Austria 270 311 390 484 595 726 e
Germany 5553 6330 7881 96914 11827 14311 o
Sw itzerland [384 434 536 654 791 9409 S
France 3374 3779 4629 5601 6721 7998 gm
Belgium 311 348 426 515 618 735 2R
Italy 1493 1732 2191 2739 3396 4177 34
Portugal 149 168 207 253 306 367 s
Spain 413 479 606 758 940 1156 35
Scandinavia 2438 2779 3460 4256 5192 6282 g’_é
Ireland 890 1024 1285 1593 19509 2390 §§
Netherlands |557 641 804 997 1226 1496 5§
United 4970 556 6 6874 8386 10147 12176 LS
Kingdom %%
Total 20802 23591 292809 35930 43718 52763 38

Die vorherigen Ausfiihrungen tGber das Wachstum der Leiterplattenbranche hat auch eine

weiter wachsende Bestlckerbranche fur elektronische Baugruppen zur Folge.

Rudiger Vogt, Alcatel SEL AG, ZS/OEP
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Entwicklungstrends in der Elektronik- und Leiterplattenindustrie
THE GLOBAL ELECTRONICS INDUSTRY
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Prognose fir die weltweite Entwicklung der Elektronik-Industrie

Rudiger Vogt, Alcatel SEL AG, ZS/OEP 8
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Was zeigen diese vorangegangenen Grafiken und Tabellen:

[] Der Bedarf an HDI (pVia)-Leiterplatten steigt

[] Die HDI (uVia)-Leiterplattentechnologie ist in Deutschland und
Europa weiter auf dem Vormarsch

[] Was sind aber Treiber fir den wachsenden Bedarf an HDI (pVia)-
Leiterplattentechnologie ?

Rudiger Vogt, Alcatel SEL AG, ZS/OEP
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Entwicklungstrends in der Elektronik- und Leiterplattenindustrie

Treiber der HDI (uVia)-Technologie :

- arrayformige Bauteile mitkleineren Anschlussrastern

(1,0 mm bis ca. 0,2 mm) fur FC, CSP, BGA, CGA
Package Sizes: bis 42 x 42 mm und Package Gewichte
bis ca. 50 g als SMD-Bauteil))

- Entflechtung von arrayférmigen Bauteilen auf Baugruppen, um
mittels der pVia-Technologie auch Hochfrequenz-
anforderungen von  elektronischen Schaltungen und
Produkten beispielsweise fur die Telekommunikations-
und Avionik-Producktbranchen realisieren zu kbnnen

Taktfrequenzen: > 2,5GHz
Ubertragungsraten: > 2,5 Gb/s

Der steigende Trend zur Anwendung von arrayformigen Bauteilen ist nicht mehr zu Gbersehen und
nimmt zu. Momentan noch hauptsachlich angewendet in Baugruppen fur Telekommunikationssysteme,
Avionik-Produkte und elektronische Prif- und Messmittel.

Jedoch auch in anderen Produktbereichen werden sehr bald - eben wegen steigender Funktionali-

taten — diese arrayformigen Bauteile Einzug halten und hin zur Anwendung von HDI-Leiterplatten fihren.

Rudiger Vogt, Alcatel SEL AG, ZS/OEP 10
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Problematiken bei der Anwendung der HDI (uVia)-Technologien:

] Ausgangssituation:

m  Produktfunktionalitaten steigen =>Zunahme von arrayférmigen
Packages (insbesondere fur Hochfrequenz-
anwendungen

m Trend hin zum Einsatz von Array-Bauteilen und HDI-Leiterplatten

1 Derzeitiger Handlungsbedart:

m  Entwicklung von Methoden und Verfahren fur HDI-Anwendungen auf den
Teilgebieten:

- Leiterplatten-Design und Layout

- Leiterplatten-Herstelltechnologie

- Bestlickung von HDI-Leiterplatten und
- Zuverlassigkeitsanforderungen

Rudiger Vogt, Alcatel SEL AG, ZS/OEP 11
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Problemlosungs-Ansatze flur den derzeitigen Handlungsbedarf :

[] ggf. produktbranchengetriebene Losungen

[] Losungsanséatze durch Verbund-Projektarbeit

am Beispiel des BMBF-Projektes ,Sichere Produktionsverfahren fir hochinte-
grierte elektronische Systeme mit hoher Zuverlassigkeit”, bekannt unter dem

Namen ,, HDI-Projekt®.

Ein Hauptziel dieses Verbundprojekt mit Entwicklungscharakter ist es, durch
Untersuchungen die Grenzen der Machbarkeit zu finden fir die unter Serien-
produktionsbedingungen herzustellenden mehrfachen pVia-Bohrlagen je Leiter-
plattenseite liegt mit der MaRgabe, wie weit die Sequential Build Up (SBU)-
Technologie angewendet werden kann und unter welchen Bedingungen

die Semi-Sequential Build Up (SSBU)-Technologie angewendet werden
sollte, welche noch Entwicklungsbedarf hat. Semi-Sequential Build Up deshalb,
um > 3 pVia-Bohrlagenaufbauten realisieren zu kénnen.

Rudiger Vogt, Alcatel SEL AG, ZS/OEP 12
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Daneben zeigen einige nachfolgende Vortrage auch Alternatividsungen.
Montageprozesse (immer mit Bezug auf diese vorgenannte HDI-Leiterplattenanwendung)
stehen aber auch in diesem Projekt im Mittelpunkt wie das nachfolgende Bild anschaulich
und schematisch zeigt.

Technologierealisierung an Demonstratoren Erganzende Querschnittsthemen
ng me <—>| HDI-Leiterplatten-Benchmarking |
groRformatiger mittelformatiger ¢ | Entwarmungskonzepte |
Demonstrator Demonstrator
Lange > 500 mm Doppel-Euroformat
LP-Aufbau: 6 +6+6 *) LP-Aufbau: 4 +2+4 *) 4—»‘ Flexible Schaltungstrager |

(Technologieneuheit) (Technologieneuheit)

Projektaktivitaten dazu: 4—»‘ Reparatur-Verfahren |
LP-DeSign 4—}‘ Bondtechnik |
LP-HerSte||teChnO|Ogien 4—}‘ Multifunktionale Stecksysteme |

LP-Herstellung 4—}‘ Produktionsausriistung |

LP-Bestiickung

—> BenchmarkingsmbD-Bestiicker,

LP-und Baugruppen' Lotpastendrucker:
Zuverlassigkeitsanforderungen szl

*) =>rote Zahlen benennen die Anzahl der Microviabohrlage

Rudiger Vogt, Alcatel SEL AG, ZS/OEP 13
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Zusammenfassung

[ Wachstumsraten fir die Leiterplatten- und Baugruppenbestiickerbranche
wurden prognostiziert

1 Zunahme von HDI (pVia)-Leiterplatten

1 Technologietrager auf dem Gebiet dieser HDI (uVia)-Leiterplattentechnologie sind
auch Deutschland und Europa gegentiber anderen weltweiten Regionen der
Leiterplattenherstellung.

(1 Treiber fur die HDI (uVia)-Technologie sind arrayférmige Bauteile mit kleineren
Rastern und hohen Anschlusszahlen (unter Berlcksichtigung von Hochfrequenz-
anwendungen).

0 Entwicklung von Methoden und Technologien fir eine schnelle und
serienreife Bereitstellung von Design, LP-Herstellungtechnologien, Bestiickung und
Montage, sowie deren Zuverlassigkeitsnachweise fur HDI (uVia)-Leiterplatten sollten
zur Erhaltung und weiteren Verbesserung der Wettbewerbsfahigkeit auf dem
Weltmarkt das Ziel der deutschen und europdaischen Industrie und Forschung sein.

Rudiger Vogt, Alcatel SEL AG, ZS/OEP 14
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Danksagung

Danksagung an die Veranstalter dieses Fachkongresses, dem DVS und dem GMM, fur
die Einladung zu dieser Vortragsserie Uber HDI-Anwendungen bei Leiterplatten und
elektronischen Baugruppen hier zu halten.

Der Autor dieses Beitrages dankt auch dem Fachbereich Bauelemente der Elektronik
und der Fachgruppe elektronische Baugruppe des ZVEI fir die Unterstitzung durch die
Bereitstellung der hier verwendeten Folien.

Ein gro3er Anteil der auf diesem Kongress vorgetragenen Ergebnisse und Darstellungen
wurden im Rahmen des am Anfang dieses Beitrages genannten Verbundprojektes
“Sichere Produktionsverfahren fur hochintegrierte elektronische Systeme mit hoher
Zuverlassigkeit” (HDI-Baugruppe) mit Forderung durch das BMBF und Betreuung durch
die Projekttragerschaft PFT beim Forschungszentrum Karlsruhe erarbeitet. Den
Verbundprojektpartnern AMI DODUCO GmbH, Bosch GmbH, Conti Temic GmbH,
DaimlerChrysler AG, EADS Deutschland GmbH, Heidelberg Instruments Mikrotechnik
GmbH, Multek GmbH, Siemens AG, Technische Universitat Dresden, Institut flr
Elektroniktechnologie) zu Beginn dieser Vortragsreihe vielen Dank fir die Mitarbeit an
diesen Vortragen.

Rudiger Vogt, Alcatel SEL AG, ZS/OEP 15
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Diese heutigen Vormittagsvortrage kdnnen auch
In Farbe zur Verfigung gestellt werden.

Vielen Dank

fur lhre Aufmerksamkeit !

Rudiger Vogt, Alcatel SEL AG, ZS/OEP 16



